证券代码：300456                                    证券简称：赛微电子
北京赛微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                        编号：2020-015
	投资者关系活动类别
	■特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观
□其他 

	参与单位名称及人员姓名
	天风证券   许俊峰        浦银安盛   朱胜波

英睿投资   陈曦          华美国际   何欢
亘曦资产   江琪煜        晨燕资产   滕兆杰
东盈投资   吴浩基        国泰人寿   王汉秦
东方阿尔法   卢志奇

Yong Rong Asset Management   Tim

	时间
	2020年6月24日上午11:00-12:00

	地点
	天风证券2020年中期投资策略会（线上交流）

	上市公司接待
人员姓名
	董事会秘书、副总经理：张阿斌

	投资者关系活动主要内容介绍
	第一部分：董事会秘书张阿斌先生介绍了赛微电子各项业务的发展动态及业务布局情况，近年来，通过内生发展及外延并购，公司逐渐形成半导体、特种电子两类主要业务。半导体业务方面，公司以MEMS、GaN为战略性业务进行聚焦发展；特种电子业务方面，公司继续发展导航、航空电子等成长性业务。与此同时，公司围绕主要业务开展了一些产业投资布局，对实体企业、产业基金进行参股型投资。公司的发展目标是致力于成为具备高竞争门槛的一流民营科技企业集团。
第二部分：董事会秘书张阿斌先生解答提问，主要提问及解答如下：
1、请问贵公司GaN外延材料的最新销售情况如何？
答：关于GaN外延材料的销售情况，一方面，公司对2019年客户继续形成销售，且销量有较快增长；另一方面，公司在半导体器件制造、半导体设备制造、科学研究等领域发掘了一些新的客户，也形成一些销售。当然截至目前的绝对金额并不大。
公司此前在布局GaN业务时是提前3-5年的战略考虑，并未预期能够在很短的时间内为公司贡献业绩；在下游需求的推动下，公司目前在GaN材料及器件的研发及产业化方面的进展比最初布局时的设想要快，但贡献规模业绩尚需时日。
2、请问8英寸GaN外延材料在生长过程中有哪些技术难点？贵公司GaN外延材料的性能参数与国际知名厂商的同类产品有何区别？
答：因为8寸GaN外延晶圆尺寸大、GaN与Si衬底晶格失配严重等因素，生长8英寸GaN外延晶圆在应力控制、晶体质量、外延均匀性等方面难度都远超过小尺寸外延晶圆。除此之外，为满足器件制造客户的需求，在GaN外延导通能力、耐压、漏电、动态特性、可靠性等方面也有较高要求，需要在GaN外延的结构设计和生长过程中进行深度优化。
公司GaN外延材料的性能参数与国际同类厂商最优秀产品相当，可以说在材料可靠性等方面达到了全球领先水平。得益于公司GaN外延材料的优异性能，目前已有海外第一梯队的半导体器件制造企业和半导体设备制造企业开始采购、试用公司的相关产品。
3、请问贵公司布局GaN业务时为何同时布局材料生长和器件设计？我们看到不少厂商选择的是4吋/6吋，公司为何直接选择了8吋，而且是硅基？8吋硅基GaN外延材料有哪些综合优势？
答：公司同时布局GaN材料生长和器件设计的主要原因是，GaN材料的性能是GaN器件性能的基础，GaN器件的结构设计往往需要得到高性能定制化GaN材料的支持。同时GaN器件业务的开展也可以帮助验证公司GaN材料在实际使用中的性能。两者是相辅相成的关系。目前公司已考虑将GaN业务往IDM模式方向发展，形成高性能、高性价比的全国产技术及产品解决方案。
在半导体行业，大尺寸材料可以帮助降低器件制造成本。同时8英寸器件产线的加工质量和自动化程度均优于4吋或6吋线，基于8吋工艺的GaN器件，制造的质量更好、良率更高。硅基GaN具有低成本、大尺寸、产线兼容性好的特点，在GaN功率器件领域占据主导地位，在光电及微波领域也具有良好的应用潜力。同时，公司8吋硅基GaN材料可以直接在我国及海外现有各8吋标准的半导体器件制造厂中使用，并不会局限于小尺寸特种工艺线，产品适用范围更广。
4、GaN外延材料属于GaN产业链的上游，我们观察到有些GaN代工厂商会选择自制外延材料，请问在代工厂中自制和外部采购外延材料这两种情况各自占多大比例？GaN外延材料的市场空间大概多大？公司在选择合作伙伴的时候是倾向于大代工厂还是规模小一些的厂商？
答：不同GaN器件制造企业在外延材料的路径选择上采取不同的策略。部分GaN器件制造企业自身具备GaN外延生长能力，其采购外部GaN外延晶圆主要是为量产做备份供应商的准备；部分GaN器件制造企业不具备GaN外延生长能力，其在开展GaN器件制造业务时就需要从外部采购GaN外延晶圆材料。代工厂自制与外购GaN外延材料的比例，根据各制造企业自身策略、发展阶段及市场占有情况各有不同。
目前全球GaN功率与微波器件市场规模在数亿美元水平，且正处于高速增长状态。GaN外延材料占器件成本比例较大，是GaN器件成本最大的组成部分之一。公司在GaN外延材料的服务与销售方面持开放态度，愿意与业界各类型合作伙伴紧密合作。不论客户规模大小，均愿一视同仁提供业界最优质的产品和服务。
5、请介绍贵公司MEMS业务的市场竞争地位，全球MEMS代工领域的市场竞争格局以及纯代工厂商的竞争优势？
答：MEMS制造上连产品设计，下接产品封测，是MEMS产业链中必不可少的一环。MEMS产品类别多样、应用广泛，客户定制化程度非常高，其生产采用的微加工技术强调工艺精度，属于资金、技术及智力密集型行业。
全球范围内，MEMS产能主要集中在欧美等发达国家，经过长期充分市场竞争，部分厂商凭借自身的工艺、市场积累逐渐扩大自身的竞争实力，国际主要MEMS代工厂商之间从原来的充分竞争到目前头部厂商已呈现较为明显的竞争优势。MEMS代工厂商比拼的是有多少“工具箱”，服务客户需求的广度和深度。
根据世界权威半导体市场研究机构Yole Development的统计数据，2012年至今，公司全资子公司Silex在全球MEMS代工厂营收排名中一直位居前五，在MEMS纯代工领域则一直位居前二，与意法半导体（STMicroelectronics）、TELEDYNE DALSA、台积电（TSMC）、索尼（SONY）等厂商持续竞争，长期保持在全球MEMS晶圆代工第一梯队。Silex可以说是全球领先的纯MEMS代工企业，服务于全球生物医疗、通信、工业科学、消费电子各领域的巨头或新兴厂商，服务的客户已包括全球DNA/RNA测序仪巨头、新型超声设备巨头、网络通信和应用巨头、红外热成像技术巨头、光刻机巨头、网络搜索引擎巨头、消费电子巨头、工业巨头以及细分行业的领先企业。
根据Yole的统计数据，以2018年数据为例，全球前六大MEMS代工厂商ST、Teledye、SONY、Silex、TSMC、X-Fab合计占据了全球约65%的市场份额。从国内市场看，作为全球最大的制造中心，随着国内市场需求的释放，国内MEMS产业不断发展成熟，同时也将迎来国内企业之间的竞争。
从产业发展趋势上看，MEMS制造所处的产业环节属于资金密集型、技术密集型、智力密集型产业，由于MEMS产品特异性强，因此市场细分程度较高，市场集中度低；从前期的发展状态看，MEMS芯片产品涉及众多行业，除消费领域外还属于“多品种、小批量”的状态，导致MEMS纯代工厂商面临巨大挑战，一方面需要掌握足够多的工艺开发项目经验，一方面需要掌握集约高效的工艺制造流程，同时IDM大厂还占据了代工市场的半壁江山，因此截至目前MEMS纯代工领域仍未出现寡头格局。对于覆盖设计-制造-封测全产业链的IDM大厂，如意法半导体（STMicroelectronics）、索尼（Sony）、博世（Bosch）等拥有自己的制造及封测能力，但对于遍布各行业的众多新兴设计厂商，一般无法担负产线的高额成本，有限的产品也无法支撑产线的运营，而且纯代工厂（Foundry）与客户之间不存在产品竞争，可以打消各领域新兴无晶圆厂设计公司（Fabless）的顾虑，所以纯代工厂在MEMS制造领域的份额一直在不断扩大，若未来Fabless厂商的市场占有率和话语权持续提高，预计纯代工厂商将来有望主导MEMS代工产业环节。


	附件清单（如有）
	无

	日期
	2020年6月24日
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